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摘要(译)

本发明名称为“用于校正软场层析成像中故障状况的系统和方法”。一种软
场层析成像系统，包括：多个传感器，其配置成定位在对象的表面。激
励驱动器配置成生成针对多个传感器的预先计算的默认激励模式。处理
器存储预先计算的默认激励模式以及针对预先计算的激励模式的对应的
预计响应。处理器还存储一个或多个预先计算的故障激励模式和针对故
障激励模式的对应的预计响应，该对应的预计响应对应多个传感器的一
个或多个故障状况。响应测量装置被配置成测量一个或多个传感器处的
响应，以便确定故障状况是否存在。如果故障状况存在，则处理器将进
行以下至少一个：向激励驱动器发送指令以便生成预先计算的故障激励
模式，或者使用对应故障状况的预计响应，用于软场层析成像过程。
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